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Abstract of DE1 01 52068 

The countersunk button-head rivet has 
microencapsulated sealant (4) on the outer 
surface (1 1 ) of the head (2). An Independent 
claim is included for a method for making a 
sealed connection between components using 
the rivet. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Niet fur eine Nietverbindung und Verfahren zu deren Herstellung 

(57) Es wird ein Niet fur eine dichte Nietverbindung mit ei- 
ner Dicht- und/oder Klebemasse zwischen Niet-Auften- 
mantelflache und Nietloch-lnnenmantel der zu verbin- 
denden Bauteile beschrieben. Wesentlich ist dabei, daft 
die Dichtmasse als wahrend dem Nietvorgang aktivierba- 
re Beschichtung (4) in Form mindestens eines Beschich- 
tungsringes am Auftenmantel des Niets (1, 13) aufge- 
bracht wird. Dabei ist es besonders vorteilhaft, wenn die- 
se Beschichtung (4) mikroverkapselte Dicht- und/oder 
Klebemittel enthalt, wobei die Verkapselungen unter 
Druckeinwirkung wahrend dem Nietvorgang platzen und 
das entsprechende Dichtmittel freisetzen. 
Es wird auch ein Verfahren zum Herstellen einer dichten 
Nietverbindung beschrieben, bei dem ein Niet noch an 
seinem Herstellungsort mit einer entsprechenden Be- 

■ schichtung (4) versehen, danach als Schuttgut zum Ein- 
, satzort gebracht, in ein vorbereitetes, sauberes Nietloch 

■ (8) eingesetzt wird, wonach beim Nietvorgang durch 
Schlagen oder Quetschen die Dichtmittel beschichtung 
aktiviert und somit eine hochdichte Nietverbindung er- 
zeugt wird. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Niet fiir eine 
dichte Nietverbindung gemaB Oberbegriff des Anspruchs 1, 
wie er allgemein zur Verbindung insbesondere hochbean- 5 
spruchter plattenformiger Teile durch Vernietung Verwen- 
dung findet sowie auf ein Verfahren zu deren Herstellung 
gemaB Oberbegriff des Anspruchs 8. 

[0002] Es ist bekannt, daB Niete Verbindungselemente 
sind, die durch Quetschen oder Schlagen umgeformt bzw. 10 
gesetzt werden und so in die zu verbindenden Bauteile form- 
schliissig eingreifen. Solcherart. Nietverbindungen werden 
in groBem Umfang in Bereichen verwendet, in denen beson- 
dere Anforderungen an die DichlheiL der Verbindung beste- 
hen, wie im Bereich der Herstellung von Luftfahrzeugen 15 
oder im vSchiffs- und Kesselbau. 

[0003] Um eine ausreichende Dichtheit der Nietverbin- 
dung zu erreichen ist bekannt, kurz vor dem Herstellen der 
Nietverbindung, also vor Einsetzen des Nietes in das Niet- 
loch und anschlieBendem Vernieten bzw. Schlagen, Dicht- 20 
mittel entweder in die Bohrung oder auf den Niet aufzubrin- 
gen. Nach dem Setzen des Niets wird dann insbesondere 
durch das Dichtmittel eine hohe Dichtheit der Nietverbin- 
dung erreicht. Dieses Aufbringen des Dichtmittels in jedes 
einzelne Bohrloch und/oder auf jeden einzelnen Niet ist in 25 
der betrieblichen Praxis aufwendig und kostenintensiv. Zu- 
dem ist haufig ein nachtragliches Reinigen der Oberflache 
der verbundenen Teile erforderlich, damit anschlieBend auf- 
gebrachte Beschichtungen wie z. B. Farbe, auf deren Ober- 
flache haften konnen, was ebenfalls Zeit- und kostenintensiv 30 
ist. 

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Niet fur eine 
Nietverbindung sowie ein Verfahren zu deren Herstellung 
anzugeben, der eine einfache, saubere, gleichzeitig hohe 
Dichtheitserfordernisse erfullende Nietverbindung erlaubt. 35 
[0005] Dicsc Aufgabe wird durch einen Niet o. g. Gattung 
mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 ge- 
lost. Besondere Ausgestaltungen sind in den Unteransprii- 
chen gekennzeichnet. 

[0006] DemgemaB weist der erfindungsgemaBe Niet eine 40 
Oberflachenbeschichtung aus Dicht- und/oder KLebemasse 
in Form von mindestens einem Beschichtungsring an sei- 
nem AuBenmantel auf, wobei die aufgebrachte Dichtmasse 
die Eigenschaft besitzt, daB sie in nach auBen hin trocke- 
nem, d. h. nicht mehr klebendem Zustand sich auf dem fer- 45 
tigen Niet bzw. dem beschichteten Niet befindet, so daB die 
so komplett hergestellten Niete als Schiittgut verpackt und 
Iransportiert werden konnen. Sie konnen am Ort ihrer Ver- 
wendung sauber eingesetzt werden, ohne daB Dichtungsmit- 
tel an die zu verbindenden Bauteile oder andere Gegen- 50 
stande gelangt, von wo es wieder entfernt werden muB. Erst 
wahrend dem ProzeB des Vernietens wird dann durch den 
dabei auftretenden Druck und Temperatur das Dichtmittel in 
einen dichtenden fliissig-weichen Zustand gebracht, in dem 
cs anschlieBend vcrblcibt. 55 
[0007] Dabei ist von besonderem Vorteil, wenn die Ober- 
flachenbeschichtung Dicht- oder Klebeflussigkeiten in mi- 
kroverkapseltem Zustand enthalt. Beim ProzeB des Vernie- 
tens werden durch den dort auftretenden Stauchdruck die 
Mikrokapseln zum Platzen gebracht, wodurch der darin ent- 60 
haltene Dicht- oder Klebestoff freigesetzt wird und es sich 
auf die Verbindungsstellen zwischen Niet und Werkstiick 
verteilt. 

[0008] Von besonderem Vorteil ist, daB die Beschichtung 
des Niets ganz gezielt parziell an den Stellen erfolgen kann, 65 
an denen eine entsprechende Wirkung der Dicht- oder Kle- 
bemittel erzielt werden soil. Die Beschichtung laBt sich 
wahrend der Nietfertigung in Form eines mehr oder weniger 
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breiten Ringes auf die Mantelflache des Niets aufbringen. 
So kann die Beschichtung vorzugsweise nur auf der Niet- 
kopf-Unterseite bzw. -Auflageseite oder nur auf dem Niet- 
schaft aufgebracht sein und hier entweder nur auf Hohe ei- 
nes Bauteiles, z. B. des nietkopfseitigen Bauteils oder durch 
alle Bauteile hindurch, bis nahe an den Setzkopf heranrei- 
chend. Es ist auch denkbar, z. B. am Nietschaft die Be- 
schichtung nicht in Form eines geschlossenen Ringes, son- 
dern in Form von axial verlaufenden Streifen aufzubringen, 
wobei Streifenbreite und Abstandsbreite zwischen den 
Streifen so ausgelegt sind, daB sich nach erfolgtem Vernie- 
tungsvorgang zwischen Niet und Bauteil- bzw. Bauteilen 
eine gleichmaBige Dichtmassenschicht bildet. 
[0009] Der erfindungsgemaBe Niet kann in vorteilhafter 
Weise, insbesondere an der Nietkopf-Auflageflache gezielt 
so mit Dichtmittel versehen sein, daR zur XopfauBenkante 
hin ein beschichtungsfreier Ring vorgesehen ist, wodurch 
wahrend dem Nietvorgang sich verteilendes Dicht- oder 
KLebemittel nicht iiber diesen Rand hin aus auf die Bauteilo- 
berflache austreten kann. 

[0010] Es kann aber auch von Vorteil sein, als Niet-Ober- 
flachenbeschichtung einen thermoplastischen KunststofT zu 
verwenden, der wahrend des Vernietvorganges durch dabei 
auftretenden Druck und Temperatur aufweicht und die Ver- 
bindung entsprechend abdichtet. 

[0011] Die Aufgabe wird auch durch ein Verfahren zum 
Herstellen einer hochdichten Nietverbindung von minde- 
stens zwei plattenformigen Bauteilen unter Verwendung der 
erfindungsgemaBen Niete gelost, wobei die Niete noch am 
Ort ihrer Herstellung zumindest an deren Nietkopf-Auflage- 
flache mit einem Unterdruck und Temperaturein wirkung in 
dichtfahigen Zustand versetzbares Dicht- oder Klebemittel 
so beschichtet werden, so daB sich die Dichtmittelschicht in 
nach auBen trockenem, transportfahigem Zustand befindet. 
Die so hergestellten Niete werden dann als Schiittgut zum 
Einsatzort transporticrt, wo sic in entsprechend durch Ein- 
bringen passender Nietlocher vorbereitete Bauteile einge- 
setzt werden. Bei Durchfuhren des Nietvorganges durch 
Quetschen oder Schlagen der Niete wird durch die entspre- 
chende Drucke in wirkung die Nietbeschichtung verfliissigt 
oder aufgeweicht und bildet eine weichelastische Dicht- 
masse zwischen Nieten und Bauteilen, insbesondere zwi- 
schen Kopfteil des Niets und oberem Bauteil. Somit wird 
der groBe Vorteil erreicht, daB die Herstellung einer Nietver- 
bindung einfach, sauber und sicher erfolgt, ohne daB am 
Einsatzort noch mit Dichtmittel bzw. Dichtmasse herum- 
hantiert wird, wobei dieses in das jeweilige Nietloch einge- 
bracht und ggf. nach erfolgter Vernietung von der Bauteilfla- 
che wieder entfernt werden muB. 

[0012] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Aus- 
fuhrungsbeispielen naher erlautert. Es zeigt: 
[0013] Fig, 1 eine Ansicht eines erfindungsgemaBen Niets 
in Ausfiihrung als Senkkopfniet mit parzieller Dichtmittel- 
Beschichtung an Nietkopf-Auflagenflache und Nietschaft; 
[0014] Fig, 2 cine Ansicht eines erfindungsgemaBen Niets 
wie in Fig. 1, mit Dichtmittel-Beschichtung nur an der 
Kopfauflageflache; 

[0015] Fig, 3 eine Schnittdarstellung zweier mit einem 
Nietloch fur die Herstellung einer Nietverbindung iiber ei- 
nen Senkkopfniet versehener Bauteile; 
[0016] Fig, 4 einen Schnitt durch die fertiggestellte Niet- 
verbindung unter Verwendung des Niets nach Fig. 1 ; 
[0017] Fig. 5 eine Ansicht eines Rundkopf-AUniversal- 
niets mit Beschichtung nur auf der Kopfauflagenflache; 
[0018] Fig. 6 eine Ansicht wie in Fig. 5, mit zusatzlicher 
Beschichtung geringer Lange am Schaftoberende, und 
[0019] Fig. 7 eine axiale Ansicht des Niets nach Fig. 5, die 
ringformige Kopfbeschichtung verdeutlichend. 
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[0020] In Fig. 1 ist ein iib richer Senkkopfniet 1 dargestellt, 
bestehend aus einem Nietkopf 2 und Nietschaft3. Das obere 
Ende des Nietschaftes sowie die Auflageflache des Nietkop- 
fes sind mit einer Beschichtung 4 versehen. Dabei ist die Be- 
schichtung so aufgebracht, daB zum AuBenrand des Kopfes 5 
2 ein ringformiger beschichtungsfreier Ringrand 5 vorhan- 
den ist. 

[0021] Bei der in Fig, 2 dargestellten Ausfiihrung handelt 
es sich um einen Niet wie in Fig, I, nur daB hier die Be- 
schichtung 4 lediglich auf der Nietauflageflache vorgesehen 10 
ist. 

[0022] Fig. 3 zeigt zwei plattenformige Bauteile 6 und 7, 
die fur einen Nietvorgang mit der erfindungsgemaBen Nie- 
ten nach Fig. 1 oder 2 vorbereitet wurden, indem ein ent- 
sprechendes Nietloch 8 eingebracht wurde, wobei im oberen 15 
Bauteil 6 das Nietloch 8 eine Einsenkung 9 zur entsprechen- 
den Aufnahme des Senkkopfes des Niets nach Fig. 1 bzw. 2 
aufweist. 

[0023] In Fig. 4 ist die fertige Nietverbindung dargestellt, 
wobei zu erkennen ist, daB in die entsprechend Fig. 3 vorbe- 20 
reiteten Bauteile 6 und 7 ein Niet nach Fig. 1 eingesetzt 
wurde und durch entsprechendes Quetschen oder Schlagen 
aus dem aus der Nietverbindung unten herausstehenden 
Nietschaftende ein SchlieBkopf 10 hergestellt wurde. Durch 
die wahrend dem Nietvorgang auf der Kopfauflageflache 11 25 
stattfindenden, im wesentlichen axialen Druckbeanspru- 
chung und an der Schaftflache 12 erfolgenden radialen 
Druckbeanspruchung durch Stauchen des Nietschaftes wah- 
rend dem Nietvorgang, erfolgt eine entsprechende Bean- 
spruchung auf Druck, verstandlicherweise auch unter Tern- 30 
peraturentwicklung, der Beschichtung 4 des Niets, die sich 
entsprechend aufweicht bzw. deren Mikrokapseln dabei 
platzen und die Kontaktflachen zwischen Niet und Bauteilen 
6 und 7 mit entsprechendem Dichtmittel versehen bzw. ei- 
nen abdichtenden Kontakt herstellen. 35 
[0024] Fig. 5 zeigt einen Rundkopf-Univcrsalnict 13, bei 
dem die Beschichtung lediglich auf der Kopfauflageflache 
11 vorgenommen wurde. Der Schaft3 wurde beschichtungs- 
frei belassen. 

[0025] Fig. 6 zeigt den gleichen Universalniet wie Fig. 5, 40 
nur daB hier die Beschichtung 4 auch am Oberteil des Niet- 
schaftes 3 aufgebracht ist. 

[0026] SchlieBlich zeigt Fig. 7, wie die Niete nach Fig. 5 
bzw. Fig. 6 an ihrer Kopfauflageflache eine Beschichtung 4 
in Form eines Ringes aufweisen, wobei zum auBeren Kopf- 45 
rand hin ein Ringrand 5 beschichtungsfrei belassen wurde. 

Bezugszeichenliste 

1 vSenkkopfniet. 50 

2 Nietkopf 

3 Nietschaft 

4 Beschichtung 

5 Ringrand 

6 Bauteil 55 

7 Bauteil 

8 Bohrloch 

9 Einsenkung 

10 SchlieBkopf 

11 Kopfauflageflache 60 

12 Schaftflache 

13 Rundkopf- /Universalniet 

Patentanspriiche 

65 

1. Niet fur eine Nietverbindung mit einer Dicht- und/ 
oder Klebemasse zwischen Niet-AuBenmantelflache 
und Nietloch-Innenmantel, dadurch gekennzcichnet, 
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daB die Dichtmasse als erst wahrend des Nietvorganges 
als Dicht- oder Klebemittel aktivierbare Beschichtung 
(4) in Form mindestens eines Beschichtungsringes am 
AuBenmantel des Nietes (1, 13) aufgebracht ist. 

2. Niet nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Beschichtung (4) mikroverkapselte Dicht- und/oder 
Klebemittel enthalt. 

3. Niet nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Beschichtung (4) aus einem thermoplastischen 
Kunststoff besteht, der unter Druck- und Temperatur- 
einwirkung wahrend dem Nietvorgang aufweicht und 
eine abdichtende Wirkung entfaltet. 

4. Niet nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Beschichtung (4) nur an den Stellen aufge- 
bracht ist, an denen die entsprechende Dicht- und/oder 
Klebe wirkung des Mittels erzielt werden soil. 

5. Niet nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Beschichtung (4) zumindest an der Kopfauflagefla- 
che (11) vorgesehen ist. 

6. Niet nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Beschichtung (4) auf der Kopfauflageflache (11) so 
vorgesehen ist, daB zum AuBenrand des Nietkopfes (2) 
ein beschichtungsfreier Ringrand (5) vorhanden ist, mit 
einer Breite von mindestens dem Quetsch-FluBweg der 
Mikrokapsel-Inhalte. 

7. Niet nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Breite bzw. Hohe des Beschichtungsringes im Fall 
von Senknieten in mindestens geringfiigiger Hohe am 
unteren Ende des Senkkopfes sowie am daran anschlie- 
Benden oberen Nietschaftteil vorhanden ist, wobei die 
Beschichtungslange am Nietschaftteil so ausgelegt ist, 
daB dieser im eingesetzten und vernieteten Zustand zu- 
mindest geringfiigig in das setzkopfseitige Bauteil hin- 
einreicht. 

8. Verfahren zum Herstellen einer hochdichten Niet- 
verbindung von mindestens zwei plattcnformigcn Bau- 
teilen unter Verwendung der Niete nach den Ansprii- 
chen 1 bis 7, gekennzeichnet durch folgende Schritte: 

- Beschichten der Niete (1, 13) noch am Herstel- 
lungsort zumindest an deren Nietkopf- Auflagefla- 
chen (11) mit einem unter Druck- und Tempera- 
turein wirkung in dichtfahigen Zustand versetzba- 
res Dicht- und/oder Klebemittel, so daB die Dicht- 
mittelschicht (4) in nach auBen trockenem, trans- 
portfahigem Zustand sich befindet, 

- Verbringen der so hergestellten Niete als 
Schiittgut zum Einsatzort, 

- Einsetzen der beschichtelen Niete in die durch 
Einbringen entsprechender Nietlocher (8, 9) vor- 
bereiteten Bauteile (6, 7), 

- Ausfuhren des Vernietvorganges durch Quet- 
schen oder Schlagen der Niete, 

wobei ein entsprechender Druck an den Kontaktflachen 
zwischen Niet und Bauteilen ausgeiibt wird und somit 
auf die Nictbcschichtung (4), die sich unter dieser 
Druckein wirkung verfliissigt oder aufweicht und sich 
auf den Kontaktflachen zwischen Nieten und Bauteilen 
verteilt, diese zueinander abdichtend. 
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